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Abstract (en)
A strip consisting of an electrically conductive base material is first provided with a layer of tin or a tin alloy, and subsequently a layer of silver is
precipitated onto this layer.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines metallischen Verbundbands fur die Fertigung von elektrischen Kontaktbauteilen. Hierbei
wird zundchst auf ein Ausgangsmaterial aus einem elekirisch leitfahigen Basiswerkstoff eine Schicht aus einer Zinn- oder einer Zinnlegierung
aufgebracht. AnschlieBend wird hierauf eine Schicht aus Silber abgeschieden. Vorzugsweise kommt als Basiswerkstoff Kupfer bzw. eine
Kupferlegierung zum Einsatz. Die Zinnschicht kann schmelzflissig und die Silberschicht galvanisch aufgebracht werden. Ferner kénnen sowohl die
Zinnschicht als auch die Silberschicht galvanisch abgeschieden werden. Eine weitere Alternative sieht vor, die Zinnschicht schmelzflissig und die
Silberschicht durch Kathodenzerstaubung herzustellen. Durch die sich im Uberzug einstellenden Diffusionsvorgange entsteht eine homogene Zinn-
Silber-Legierungsschicht. Diese Ausbildung kann durch eine Warmebehandlung des Verbundbands unterstiitzt werden.
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